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Der Begriff „Traceability“ erläutert die Iden-
tifikation und Rückverfolgbarkeit von Pro-
dukten und deren  Prozessen während ih-
res Fertigungsablaufes. Mit diesem Tool 
und einer damit verbundenen eindeutigen 
Kennzeichnung kann der Ursprung des 
Endproduktes über die komplette Liefer- 
und Produktionskette mit allen Einzelpro-
zessen bis hin zum einzelnen Bauteil zu-
rückverfolgt werden. Damit erhält der 
Hersteller die Möglichkeit, im Fall von Män-
geln des Endproduktes die Fehlerquelle 
schnellstmöglich zu ermitteln und zu isolie-
ren und im Fall von Rückrufaktionen gezielt 
vorgehen zu können. Absicherung der Qua-
lität, Transparenz und Stabilität der Her-
stellprozesse und somit Optimierung der 
Kostenposition im Entstehungsprozess 
sind damit positive Auswirkungen beim Ein-
satz von Traceability-Systemen. In vielen 
Bereichen der Industrie sind heute bereits 
solche Verfahren im Einsatz, so in der Phar-
mazie, chemischen Industrie, Luft- und 
Raumfahrt, Lebensmittelindustrie.

Im Fachverband “Electronic Components 
and Systems” des Zentralverbandes Elek-
trotechnik- und Elektronikindustrie e.V. – 
ZVEI – wurde im Mai 2008 die Initiative mit 
dem Ziel gegründet, einen Leitfaden zu er-
stellen, der alle Belange der Wertschöp-
fungskette in der Elektro- und Elektronikin-
dustrie beim Einsatz von Traceability 
berücksichtigt.  Über 130 Experten aus 
mehr als 80 Unternehmen der gesamten 
Wertschöpfungskette beteiligten sich an 
dieser Initiative und deckten dabei viele 
Segmente der Industrie ab: Automobil, 
weiße Ware, Medizin, Bauelemente- und 
Leiterplattenhersteller, Distributoren und 
Softwarehersteller u.v.a. Aber auch erfor-
derliche Klärung von Versicherungsthe-
men, Normierungs- und Zertifizierungsfra-
gen wurden im Rahmen dieser Empfehlung 
erarbeitet. Somit kann sich jeder, der neu 
in diese Thematik einsteigen will, Rat und 
Information holen und die für ihn richtige 
und wichtige Konzeptfindung bei der Ein-
führung von Traceability ermitteln.

Mittlerweile hat der Verband der 
Distributoren die wesentlichen 
Themen des Traceability-Leitfa-
dens übernommen und auch im 
Bereich des Maschinenbaues ist 
die Übernahme der Kernthemen 
geplant.

„Traceability ist nicht 
nur eine Investition, 
sondern hilft bei der 
Optimierung der Fer-
tigungsprozesse und damit auch 
bei der Transparenz einer Wert-
schöpfungskette mit konkreten 
Kostenpositionen des zu ferti-
genden Produktes.“ – Jörg Hof-
mann, Handke Industrie Soft-
ware GmbH

•kombinierte Zuverlässigkeitstests (Mecha-
nik, Thermik, Feuchte, Schwingungen, Op-
tik, Elektrik etc.),

•Micro-Nano-Reliability Testing (AFM, feuch-
tesensitives AFM, akustisches AFM),

•energiedispersive Röntgenmesstechniken 
(für Eigenspannungen etc.),

•Mikro- und Nanotomografie (zur Schadens-
analyse),

•FIB mit Deformationsanalyse (FIB DAC, 
microDAC, nanoDAC),

•moderne Thermografie (z.B. Lock-in-Ther-
mografie),

•Strukturanalyse gekoppelt mit lokalen De-
formationsanalysen wie EBSD, microRaman, 
nanoRaman,

•Einbeziehung von Rissvermeidungsstrate-
gien (Crack Avoidance), verkürzte Tests und 
Lebensdauerkonzepte (Health Monitoring, 
Accelerated Testing).

Die Verbindung von Design, Experiment, Zu-
verlässigkeitsoptimierung und Anwendung 
führt zur beachtlichen Reduktion von Ent-
wicklungszeiten, insbesondere im Bereich 
Elektronik, Mikro- und Nanoelektronik. Be-
sonders durch die Einbeziehung moderner 

Die Zuverlässigkeit wird zunehmend zu 
einem mitentscheidenden Kriterium für 
den Einsatz von neuen Produkten und 
Technologien und ihre Konkurrenzfähigkeit 
am Markt. Das ist in ganz besonderem 
Maße im Bereich der Elektronik, der Mikro-
systemtechnik und der Nanotechnologien 
der Fall. Auf der vor kurzem durchgeführ-
ten SMT/Hybrid/Packaging in Nürnberg 
war zu beobachten, dass z.B. das Tutorial 
zu dieser Thematik eine beachtliche Reso-
nanz gefunden hat.

Die Verbindung modernster Simulations- 
und Design-Methoden mit fortgeschritte-
nen Mess- und Prüftechniken ist ein wich-
tiges Zeichen für diese Entwicklung. Die 
Kombination von Simulationsmethoden 
unter Nutzung von DOE („Design of Experi-
ments“) auf Grundlage voll parametrisier-
ter FEM-Modelle mit modernen Experi-
mente-Tools kann die Kosten für große 
Firmen, aber auch die für KMU, deutlich 
senken, da sehr konkrete Entwurfs- und 
Applikationsstrategien sehr schnell in Pro-
dukte umgesetzt werden können. Folgende 
Tools sind hier u.a. zu nennen:

Identifikation und Traceability 

Mehr als Optimierung der Fertigungsprozesse

Mehr: www.zvei-traceability.de

Zuverlässigkeitsbewertung

Bauteiloptimierung durch Verbindung von Simulation und Experiment
Mikro- und Nanotechnologien in die 
Zuverlässigkeitsanalyse, -bewer-
tung und –optimierung werden be-
trächtliche Ressourceneinspa-
rungen möglich.
Das European Center for Micro-and 
Nanoreliability als eine große euro-
päische Initiative zur Zuverlässig-
keitsforschung und -anwendung im 
Bereich der Mikro- und Nanotech-
nologien hat bereits zahlreiche eu-
ropäische Projekte initiiert, um hier 
deutliche Fortschritte zu erreichen.

„Die im SMT-Tutorial 
angesprochenen Me-
thoden und Tools sind 
die entscheidende 
Grundlage für die modernen Ent-
wicklungen im Bereich Zuverläs-
sigkeit (z.B. für Automobilzuliefe-
rer aller Art, Elektronik-Anwender, 
Luft- und Raumfahrt etc.).“ –Prof. 
Dr. B. Michel, Micro Materials 
Center, Fraunhofer ENAS und 
IZM


